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DESCRIPCION
Método para la fabricacién de una placa de circuito impreso
Campo

Las realizaciones descritas en el presente documento se refieren en general a un método para la fabricacion de una
placa de circuito impreso.

Antecedentes

Como un método para evitar eficazmente la dispersién de virutas de fibra de vidrio de un plano de corte de una placa
de circuito impreso, se conoce la técnica de cubrir con chapas toda la cara de extremo del plano de corte y toda la
cara de pared de un orificio pasante.

Sin embargo, en el caso en que se cubre con chapas parte de un orificio pasante de una placa de circuito impreso,
es dificil fabricar la placa de circuito impreso con alta precisién mediante los métodos de fabricacién convencionales.

Los documentos US 2009/094824, EP 1 098 558, US 2001/039727, JP 2001 189559 y EP 2 076 106 se refieren
todos a métodos de produccion de sustratos o tarjetas de circuito impreso con pasos chapados u orificios pasantes.

Breve descripcion de los dibujos

La Figura 1 muestra un ejemplo de un primer estado en un método para la fabricacidon de una placa de circuito
impreso de acuerdo con una realizacion.

La Figura 2 muestra un ejemplo de un segundo estado en el método de la Figura 1.

La Figura 3 muestra un ejemplo de un tercer estado en el método de la Figura 1.

La Figura 4 muestra un ejemplo de un cuarto estado en el método de la Figura 1.

La Figura 5 muestra un ejemplo de un quinto estado en el método de la Figura 1.

La Figura 6 muestra un ejemplo de un sexto estado en el método de la Figura 1.

La Figura 7 muestra un ejemplo de un séptimo estado en el método de la Figura 1.

La Figura 8 es un diagrama esquematico que muestra como se ve una primera placa multicapa que tiene un
orificio de paso de la Figura 2 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la primera placa
multicapa.

La Figura 9 es un diagrama esquematico que muestra como se ve la primera placa multicapa sometida al
revestimiento con chapas de la Figura 3 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la
primera placa multicapa.

La Figura 10 es un diagrama esquematico que muestra como se ve una placa de circuito impreso que tiene un
orificio pasante de la Figura 7 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la segunda placa
multicapa.

La Figura 11 muestra un ejemplo de un primer estado en una etapa de fabricacion de cubrir con chapas parte
del orificio pasante de la placa de circuito impreso.

La Figura 12 muestra un ejemplo de un segundo estado en la etapa de fabricacién de la Figura 11.

La Figura 13 muestra un ejemplo de un tercer estado en la etapa de fabricacion de la Figura 11.

La Figura 14 muestra un ejemplo de un cuarto estado en la etapa de fabricacion de la Figura 11.

La Figura 15 es un diagrama esquematico que muestra como se ve la primera placa multicapa que tiene el
orificio de paso de la Figura 2 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la primera placa
multicapa.

La Figura 16 es un diagrama esquematico que muestra como se ve la primera placa multicapa sometida al
revestimiento con chapas de la Figura 3 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la
primera placa multicapa.

La Figura 17 es un diagrama esquematico que muestra como se ve la placa de circuito impreso que tiene el
orificio pasante de la Figura 7 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la segunda placa
multicapa.

Descripcion detallada

En general, de acuerdo con una realizacion, un método para la fabricacién de una placa de circuito impreso incluye
la formacién de un orificio de paso en una primera placa multicapa que tiene una estructura laminada que
comprende una lamina metalica, una placa de nucleo, y material preimpregnado para la conexion entre capas, el
revestimiento con chapas de una superficie de pared del orificio de paso, la carga de una resina en el orificio de
paso, la aplicacion del revestimiento con chapas de la tapa para cerrar el orificio de paso cargado con la resina, el
solapamiento de una segunda placa multicapa sobre una superficie de la primera placa multicapa, la formacion de
un orificio pasante que pasa de la primera placa multicapa a la segunda placa multicapa en una posicion tal que el
orificio pasante esté rodeado por una parte de chapado de la superficie de pared, y la retirada de la resina cargada.
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[Primera realizacion]
Haciendo referencia a los dibujos, se describira a continuacién una realizacion.

Las Figuras 1-7 son diagramas esquematicos que muestran ejemplos de las etapas de un método para la
fabricaciéon de una placa de circuito impreso de acuerdo con la presente realizacién. Haciendo referencia a las
Figuras 1-7, se describira un caso de conexiéon cubriendo con chapas de cuatro a ocho capas de una placa de
circuito impreso que tiene una estructura de ocho capas.

En primer lugar, como se muestra en la Figura 1, se fabrica una primera placa multicapa 10 que se pone en
conduccion. Mas especificamente, placa de nucleo 13, que es una placa de circuito, solapa la lamina metalica 11,
que es la octava capa, a través del material preimpregnado 12 para la conexion entre capas. Después, la placa de
nucleo 15 solapa la placa de nucleo 13 a través del material preimpregnado 14.

A continuacién, como se muestra en la Figura 2, se forma un orificio de paso de la primera placa multicapa 10. La
Figura 8 es un diagrama esquematico que muestra coémo se ve la primera placa multicapa 10 que tiene el orificio de
paso de la Figura 2 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la primera placa multicapa 10.

Después, como se muestra en la Figura 3, se cubre con chapas una superficie de la pared interior del orificio de
paso. La Figura 9 es un diagrama esquematico que muestra cémo se ve la primera placa multicapa 10 sometida al
revestimiento con chapas de la Figura 3 cuando se observa desde el lado de la superficie superior de la primera
placa multicapa 10.

Posteriormente, como se muestra en la Figura 4, se carga una resina en el orificio de paso.

Después, como se muestra en la Figura 5, el revestimiento con chapas de la tapa se aplica a ambos lados de la
primera placa multicapa 10 para cerrar el orificio de paso cargado con la resina.

Después de eso, como se muestra en la Figura 6, las capas restantes solapan la superficie superior de la primera
placa multicapa 10. En la presente realizacion, las capas restantes seran referidas como una segunda placa
multicapa 20 por el bien de la explicacion. La segunda placa multicapa 20 se forma por solapamiento, en la
superficie superior de la primera placa multicapa 10, el material preimpregnado 21, la placa de nucleo 22, el material
preimpregnado 23 y la lamina metalica 24.

A continuacion, como se muestra en la Figura 7, se forma un orificio pasante, que pasa a través de la primera y
segunda placas multicapa 10, 20, en una posicién tal como para pasar a través del orificio de paso formado en la
primera placa multicapa 10. La Figura 10 es un diagrama esquematico que muestra como se ve la placa de circuito
impreso que tiene el orificio pasante de la Figura 7 cuando se observa desde la superficie superior de la segunda
placa multicapa 20. Como se muestra en la Figura 10, el orificio pasante es mas pequefio que el orificio de paso. La
resina cargada en el orificio de paso se retira de la superficie inferior de la primera placa multicapa 10.

Como se ha descrito anteriormente, en la presente realizacion, la primera placa multicapa 10 se fabrica primero, y
después se cubre con chapas la superficie interior del orificio de paso formado en la primera placa multicapa 10.
Después de eso, las capas restantes se forman en la primera placa multicapa 10, y el orificio pasante se forma de
manera que la porcién de chapado en la primera placa multicapa 10 rodea el orificio pasante.

Las Figuras 11-14 muestran un caso de cubrir con chapas parte de un orificio pasante en una placa de circuito
impreso mediante las etapas generales de fabricacion. Haciendo referencia a las Figuras 11-14, se describira un
caso de cubrir con chapas de cuatro a ocho capas de una placa de circuito impreso que tiene una estructura de ocho
capas.

En primer lugar, como se muestra en la Figura 11, una placa multicapa de ocho capas se lamina por laminas
metdlicas, placas de nucleo y materiales preimpregnados.

A continuacién, como se muestra en la Figura 12, un orificio se forma de la cuarta capa a la octava capa.

Después, como se muestra en la Figura 13, se cubre con chapas una superficie de pared del orificio que se muestra
en la Figura 12.

Después de eso, como se muestra en la Figura 14, un orificio pasante se forma de la primera capa a la octava capa.

Sin embargo, en la placa de circuito impreso fabricada siguiendo las etapas correspondientes a las Figuras 11-14,
un enrutador va mas profundamente que una capa interna deseada para llevarse a conduccion, y el revestimiento
con chapas va mas profundamente que la capa interna deseada para llevarse a conduccion. En una caso de este
tipo, incluso cuando se requiere un control de impedancia preciso entre la primera y cuarta capas, el control de
impedancia deseado no se puede realizar porque el revestimiento con chapas se extiende fuera del lado de la
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tercera capa.

Por ejemplo, cuando la distancia entre la primera capa y la cuarta capa de una placa multicapa es de 0,56 mm, y la
constante dieléctrica de la placa multicapa es de 3,85, la anchura de una linea de microcinta debe ser 1,127 mm
para hacer que la impedancia caracteristica de la linea de microcinta de la primera capa sea 50Q. Si la distancia
entre la primera capa y la cuarta capa se reduce a 0,5 mm por el procesamiento del enrutador, la impedancia
caracteristica de la linea de microcinta que tiene una anchura de 1,127 mm se reduce a 46,6Q, es decir, cambia en
no menos del 6,8%.

En contraste, de acuerdo con el método de fabricaciéon de la presente realizacion, el revestimiento con chapas entre
las capas deseadas se puede realizar sin hacer que el revestimiento con chapas se extienda hacia fuera a otra capa.
Por lo tanto, se incrementa el grado de precision en el control de la impedancia.

Por consiguiente, el método de fabricacion de la presente realizacion hace que sea posible realizar el control de la
impedancia deseada incluso cuando se cubre con chapas una parte del orificio pasante y, de ese modo, se fabrican
placas de circuito impreso con alta precision.

En la realizacién descrita anteriormente, se ha descrito el caso de cubrir con chapas parte del orificio pasante como
se muestra en las Figuras 8-10 siguiendo el método de fabricacion correspondiente a las Figuras 1-7. Sin embargo,
la presente realizacion no se limita a este caso. Por ejemplo, parte del orificio pasante se puede cubrir con chapas
como se muestra en las Figuras 15-17 siguiendo el método de fabricacion correspondiente a las Figuras 1-7. Por
ejemplo, en la etapa correspondiente a la Figura 2, se forma una pluralidad de orificios de paso que se muestra en la
Figura 15. Esos orificios de paso se encuentran en una posicion tal que el orificio pasante formado en la etapa
correspondiente a la Figura 7 solapa parte de cada uno de los orificios de paso, y parte de cada una de las
superficies de las paredes de los orificios de paso que no solapan el orificio pasante forma parte superficie de la
pared del orificio pasante.

En la etapa correspondiente a la Figura 3, cada orificio de paso se cubre con chapas como se muestra en la Figura
16. Después, en la etapa correspondiente a la Figura 7, se forma un orificio pasante como se muestra en la Figura
17. En consecuencia, se retira la parte de solapamiento del orificio pasante de la parte de chapado de cada orificio
de paso. Por consiguiente, como en la etapa correspondiente a la Figura 10, la superficie de la pared del orificio
pasante en la primera placa multicapa 10 se cubre con chapas.

Como se muestra en la Figura 5, cuando la resina se carga en el orificio de paso, y se aplica el revestimiento con
chapas de la tapa, la resina cargada puede contraerse después del secado. En un caso de este tipo, no se forma
una superficie uniforme, y un problema, tales como fallo de contacto y exfoliacién, puede producirse en las etapas
posteriores al revestimiento con chapas de la tapa. Por ejemplo, cuando se forma el orificio de paso que se muestra
en la Figura 8, este tipo de problemas se produce a menudo porque se carga un gran volumen de resina. El volumen
de resina cargado en un orificio de paso se puede reducir aumentando el nimero de orificios de paso, como se
muestra en la Figura 15 y reduciendo el tamafio de cada orificio de paso. Esta estructura tiene la ventaja de que se
produce menos el problema, tal como fallo de contacto y exfoliacion.

Ademas, el método de fabricacion de la realizacion descrita anteriormente no exige un proceso especial. Por lo
tanto, el método de fabricacion de la realizaciéon descrita anteriormente se puede emplear junto con un método de
conexion, tal como un orificio de paso ciego, pasante (BVH), y un orificio de paso intersticial (IVH).

Aunque se han descrito ciertas realizaciones, estas realizaciones se han presentado solo a modo de ejemplo, y no
estan destinadas a limitar el alcance de las invenciones. En efecto, las nuevas realizaciones descritas en el presente
documento se pueden incluir en una variedad de otras formas; por otro lado, diversas omisiones, sustituciones y
cambios en la forma de las realizaciones descritas en el presente documento pueden realizarse sin apartarse del
espiritu de las invenciones. Las reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes estan destinadas a cubrir tales formas o
modificaciones mientras estén dentro del alcance y espiritu de las invenciones.
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REIVINDICACIONES
1. Un método para la fabricacién de una placa de circuito impreso caracterizado por que comprende:

formar un orificio de paso en una primera placa multicapa (10) que tiene una estructura laminada que comprende
una lamina metalica (11), una placa de nucleo (13, 15), y el material preimpregnado (12, 14) para la conexion
entre capas;

cubrir con chapas una superficie de pared del orificio de paso;

cargar una resina en el orificio de paso;

aplicar el revestimiento de chapas de la tapa para cerrar el orificio de paso cargado con la resina;

solapar una segunda placa multicapa (20) en una superficie de la primera placa multicapa (10);

formar un orificio pasante que pasa a través de la primera placa multicapa (10) hasta la segunda placa multicapa
(20) en una posicion tal que el orificio pasante esta rodeado por una parte de chapado en la superficie de la
pared; y

retirar la resina cargada.

2. El método de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado por que
el orificio de paso es un solo orificio, y
el orificio pasante es mas pequeio que el orificio de paso.

3. El método de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado por que

el orificio de paso es una pluralidad de orificios,

los orificios solapan parte del orificio pasante, y estan situados en una posicién tal que una parte que no solapa el
orificio pasante de una superficie de pared de cada uno de los orificios forma parte de una superficie de pared del
orificio pasante, y el orificio pasante esta formado para eliminar parte de cada uno de los orificios que solapan el
orificio pasante.
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